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Ausgangssituation ()
Motivation

= Digitalisierung der Gesellschaft erhoht Bedarf an
Kommunikation & Datenubertragung,
insbesondere im Bereich , wireless”
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Ausgangssituation (1) © FMD.Day

Efficiency TWh/EB
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Ausgangssituation (I) . FMD.Day

Efficiency TWh/EB

Motivation
o . WAN Data traffic and efficiency
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= Digitalisierung & CO,-Bilanz gegenlaufige
Trends,
deutliche Energieeinsparungen notwendig
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Ausgangssituation (Il)
Bisherige Erkenntnisse

FVFMD.iDayB

= Basisszenario: Mobilfunknetze DE 2019 - 2030
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= Kritischster Bereich: Drahtlose Kommunikation (, wireless™)*°
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= Es dominiert die Infrastruktur R
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mm-Wellen
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Inhalte Hub 2
Thematische Ausrichtung und Arbeitsfelder

= Thematische Ausrichtung
Beschrankung auf Infrastruktur

Fokus auf Energieverbrauch
Breite Abdeckung der Technologien mit ihren unterschiedlichen Reifegraden
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Inhalte Hub 2 . FMD.iDay

Thematische Ausrichtung und Arbeitsfelder -

= Thematische Ausrichtung
Beschrankung auf Infrastruktur
Fokus auf Energieverbrauch
Breite Abdeckung der Technologien mit ihren unterschiedlichen Reifegraden

= Arbeitsfelder
5G-Testbed
mm-Wellen-Breitband-Links
Optische Links
Oko-Bilanzierung
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Angebote fiir Partner/Kunden () C FMD.iDay

Komponenten-Ebene

= Charakterisierung von Einzel-Komponenten
bezgl. Performanz & Energieverbrauch

= Technologien
30 GHz-Band incl. MIMO (5G)
60 GHz und W-Band (5G/6G)
D-Band (140...170 GHz) (6G+)
Optische Transceiver

= Beispiele
Verstarker-Charakterisierung mit realen Signalen (im E-band)

16-Tor Breitbandsystem fur MIMO-Messungen bis 67 GHz
Antennenmessraume

e
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Angebote flir Partner/Kunden (l1) ©® FMD.Day
Breitband-Links v

= Test von Komponenten in Breitband-Links (in- & outdoor) 1 cocra

device

Energieeffizienz, Betriebsmodi unter Outdoor-Bedingungen o

= Technologien
mm-Wellen: 60 GHz, D-Band, H-Band
optisch: Faser-Links, Freiraumubertragung (LiFi), Radio-over-Fibr

(Slave)

= Beispiele
Ubertragungsstrecke fir Modul-Messungen (indoor: 1m) fir
komplette RX/TX (bis >300 GHz) mit realen Signalen
Optische Links mit zeitlich hochaufgeloster Energieverbrauchs-Sensorik
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Angebote fur Partner/Kunden (lil)
Netzebene

= Test auf Netzebene
(Energieminimierung Gesamtnetz, Protokolle etc.)

= 5G-Testnetz auf Campus TU Berlin

5G-Band bei 3.7 GHz (n78)
Ende-zu-Ende (E2E) Open Source 5G Testbed mit vollem

Zugriff auf RAN und Core
Test von Optimierungsalgorithmen und Einbettung von

Apps zur Netzoptimierung in Bezug auf den
Energieverbrauch
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Angebote fir Partner/Kunden (1V)
Oko-Bilanzierung

= Unterstutzung bei Bilanzierung von Modulen

= Beispiel
Picture-to-BoM Werkzeug,
generiert Bill of Materials
basierend auf Foto des Moduls
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A | B | C
17 Component Type - |Component Category - [Relative Areain mm? .
2 PCB 8 Llayer PCB 206,72
3 TsOp IC 6,71
4 BGA IC 3,01
57Ethernet Port Port 1,75
—————— 6 IECc7 Port 1,55
77Ethernet Port Port 1,39
8 HDMI Port 1,39
9 IECc7 Port 1,26
10 sO IC 0,86
11 Big Cap Passives 0,66
Big Cap Passives 0,55
IC 0,55
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Angebote fiir Partner/Kunden (V) C FMD.iDay

Validierungsprojekte

= Ziel
Testen/Validieren von Funktionalitat und Kompatibilitat der Messumgebunge

Industrial User-groups

Green ICT Testbeds

= Themen und Zeitplan

AP 3.2.5 Validierung 5G-Testbed - ab 08/2024
AP 3.3.4 Validierung Breitband-Link-Testbed - ab 02/2025
AP 3.4.5 Validierung Optischer X-Haul - ab 02/2025
= Derzeit | <
Vorbereitungsphase

Interessenbekundungen erwunscht
Bewerbungsverfahren dann hub-tbergreifend tber Website
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Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit!
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